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金冠电气股份有限公司
投资者关系活动记录表
	投资者关系活动类别
	□特定对象调研      □分析师会议
□媒体采访          业绩说明会
□新闻发布会        □路演活动
□现场参观          □一对一沟通
□其他（电话会议）

	时间
	2026年11月5日

	地点/方式
	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com网络文字互动

	公司接待人员姓名
	董事长兼总经理：樊崇
副总经理兼财务总监、董事会秘书：贾娜
独立董事：高瑜彬

	投资者关系活动主要内容介绍
	1.请问，电网设备的订单主要看国网、南网的集中招标。想请教公司今年在避雷器、开关柜上的中标情况如何？特高压配套的份额有没有提升？
尊敬的投资者您好！2026年上半年国南两网投资近4,000亿元，三季度项目建设持续放量，电网投资保持高景气。随着两网集中招标规模增加，公司避雷器、高压开关柜等产品订单保持稳定增长。具体情况请以公司公告为准。感谢您的关注。
2. 请问公司营收情况如何？
尊敬的投资者您好！2026年前三季度公司实现营业收入49,772.93万元，同比下降5.15%；分季度看，2026年第三季度公司实现营业收入19,642.60万元，同比增长6.62%，收入端已恢复同比增长。感谢您的关注。
3. 请领导拆分一下三季度三大业务板块的收入情况以及增长情况。
尊敬的投资者您好！公司分业务板块的收入构成情况，按定期报告披露口径列示，三季报未作分产品拆分。整体来看，公司第三季度单季营业收入实现同比增长，但前三季度累计营业收入仍同比下降，具体情况请以公司定期报告为准。感谢您的关注。
4. 展望一下27年新能源业务的增长情况。
尊敬的投资者您好！展望2027年，公司将继续围绕大功率充电和光储充一体化两条主线推进新能源业务，重点推动国内产品推广和海外项目落地，争取将现有业务布局转化为实际收入贡献。
国内方面，公司已针对新能源重卡高频、重载、长时作业场景推出专用大功率充电桩，并在国内推广落地。2027年，公司将继续围绕重卡充电需求推进产品应用和市场拓展，业务增长主要取决于客户需求转化、订单获取及产品交付情况。
海外方面，公司中标非洲光储充EPC框架项目，为拓展海外光储充一体化业务奠定了基础。后续公司将重点推进相关项目落地，并依托项目实施经验持续开拓海外配套需求。该框架项目对2027年收入的具体贡献，仍取决于后续具体项目安排、执行进度及收入确认情况。
[bookmark: _GoBack]总体而言，国内大功率充电产品推广和海外光储充项目推进，是公司2027年新能源业务的主要拓展方向。具体增长幅度仍受行业政策、市场需求、竞争环境及项目落地进度等因素影响，相关经营情况请以公司后续临时公告及定期报告为准。感谢您的关注。
5.充电桩业务属于重资产投入且市场竞争剧烈，公司在此生态位的技术壁垒或者竞争优势是什么？
尊敬的投资者您好！公司充电桩业务聚焦新能源重卡充电桩方向持续迭代研发。目前兆瓦级2560kW充电机已实现市场投放，3200kW产品进入样机试制阶段；两款系列产品支持液冷、风冷超充、闪充、快充等多种充电终端配置，双枪最大输出电流可达1600A。依托智能柔性功率分配技术，可实现功率动态按需调度，提升充电运行效率。公司通过材料、技术与工艺升级，持续优化充电桩电能转换效率、降低能量损耗，在保障充电速率与运行稳定性的同时，提升电站电力资源利用效率与单位容量经济效益，能够为矿区、偏远运输线路等场景的大容量充电站提供高效可靠的充电解决方案，形成面向重卡大功率充电场景的差异化优势。感谢您的关注。
6.公司的避雷器业务当前在手订单有多少？27年预期还会有增长吗？
尊敬的投资者您好！公司积极参与国家主干网架建设与升级改造，中标多个重点工程项目订单，避雷器业务订单储备较为充足，截至三季度，公司避雷器在手订单规模较上年同期增长近90%。在加快构建新型电力系统、推进能源绿色低碳转型背景下，国家电网“十五五”期间固定资产投资计划约4万亿元，较“十四五”增长约40%；南方电网投资规模亦保持增长，两网合计投资预计接近5万亿元，特高压、配网数字化改造、新能源配套送出工程持续落地，带动输配电设备需求稳步释放。感谢您的关注。
7.公司智能配网设备当前在手订单有多少？
尊敬的投资者您好！公司在手订单情况请以公开披露信息为准。如相关合同达到披露标准或适用自愿披露，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！
8.贵司半年报披露氮化铝、氮化硅陶瓷基板已进入送样验证阶段，DBC及AMB覆铜陶瓷基板也完成实验室验证。未来推动产品规模化应用，公司会更侧重自主完善工艺，还是加强与功率半导体封装企业的联合开发。
尊敬的投资者您好！感谢您的建议。陶瓷基板规模化应用涉及材料制备与下游封装工艺的协同，公司后续会结合市场需求、客户验证及研发进度充分研判，统筹推进自主工艺完善与联合开发合作。感谢您的关注。


	附件
清单
	无
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